
印刷电路板；图片来源：IM Imagery 
- stock.adobe.com 

 2026年6月4日 

 
电子级玻璃纤维 

 
人工智能基础设施的扩张，拉动印

刷电路板的需求，进而推动生产电子
级玻纤所需的铂金需求上升 

 
 
 

预计2026年玻璃行业的铂金需求将同比增长83%，

至11.7吨。由于去年玻璃纤维行业净新增产能扩张

出现周期性停滞，需求基数较低，仅为6.4吨，而今

年将从2025年的低基数上实现复苏。需求的增长受

到玻纤应用领域新一轮扩张的驱动，这得益于产能

建设的恢复，以及包括人工智能在内的高附加值终

端应用的需求增强。 

铂金其中一个独特属性在于，它是一种极其耐热、耐

磨的金属元素。在玻璃纤维生产中，采用铂铑合金漏

板，在极高温度下将熔融玻璃拉制成细丝。通过这种

方式生产的玻璃纤维，可用于制造电子级玻璃纤维

（E-glass）纱，进而织造成不同类型的电子级玻璃

纤维布。 

电子级玻璃纤维布以其高强度和优异的电绝缘性能著

称，是印刷电路板（PCB）的重要组成部分。印刷电

路板是一种电子组件，通过铜导体在各元器件之间建

立电子连接，使先进半导体能够以极高的数据速率相

互通信。在印刷电路板中，电子级玻璃纤维布浸渍环

氧树脂后层压形成基板，即印刷电路板的结构基础。

其作用是提供机械稳定性，同时确保电路板能够承受

热应力和电应力。 

低损耗材料 

在电子级玻璃纤维的制造过程中，可以通过调整

玻璃成分、厚度规格和织造技术来生产具有不同

特性的材料。用于印刷电路板的电子级玻璃纤维

布已开发出低介电常数/低损耗（Low-DK）特

性，以满足新技术的要求。除去其他优点外，低

介电常数材料还能提供快速的信号传输并减少信

号损耗。 

人工智能服务器和数据中心设备的运行都离不开印刷

电路板。随着人工智能算力工作量的持续增加，印刷

电路板的设计也在不断迭代，用以支持更高的速度和

频率，尤其是通过集成低介电常数材料来实现。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

玻璃纤维。图片来源：sandris - stock.adobe.com 
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此外，电子级玻璃纤维是聚合物基复合材料

（PMCs）中使用最广泛的增强纤维。聚合物

基复合材料是一种高性能工程材料，由聚合物

树脂基体将增强纤维（如碳纤维、玻璃纤维或

芳纶纤维）粘结而成。杜邦公司开发的凯夫拉

（Kevlar®）就是由芳纶纤维制成的织物实例。

聚合物基复合材料因其卓越的比强度、设计灵活

性和耐腐蚀性，被广泛应用于航空航天、汽车和

体育用品行业。
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